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(54) Bezeichnung: KLEBEVERFAHREN
(57) Abstract

‘The proposed process for bonding together two substrates with an anhydrous or Jow-water-content partially crystalline adhesive which | -
is solid at room temperature is characterised in that the adhesive is first activated by internat and/or external friction. The substrates are then
joined together with the adhesive between them. When allowed to stand, the structure attains its final strength after a period of between a
few seconds to a few days. The friction destroys the crystalline structure and causes the adhesive to become gluey, and re-crystallisation
gives it its final strength and eliminates the gluey quality. The adhesive is based preferably on polysster or polyurethane and used preferably
mﬂ\efomofagmnsﬁckwnmoutimpenneablepackaging. Ituespecnallysuimbleforbondmgpnper slnceitdoesnotemuconugaum.

(57) Zusammenfassung

Das erfindungsgemifie Verfahren zum Verkleben von Substraten mit einem wasserfreien bzw. wasserarmen, teilkristallinen, bei
Raumtemperatur festen Klebstoff ist dadurch gekennzeichnet, da8 man zunfichst den Kiebstoff durch innere und/oder dufiere Reibung
aktiviert. Dann werden die Substrate mit dem klebrigen Klebstoff dazwischen zusammengefigt. Beim Ruhen eshilt das Geftige nach
| wenigen Sekunden bis wenigen Tagen scine Endfestigkeit. Durch die Reibung wird das kristalline Geflige zersttet und der Klebstoff
Kebrig. Er erlangt seine Endfestigkeit und verliert scine Klebrigkeit durch Rekristallisation. DerKlebstoffbasmvmugswelse:f

Polyester oder Polyurethan und wird vorzugsweise in Form eines Kicbestiftes verwendet, und zwar chne eme dichte Verpackiung. Er ecignet
gich msbesondem zum Verkleben von Papier, da es sich dabei nicht welit.




